Mardi 01 juin

8:00 -

Session n°1
Composants
Hyper &
Opto llI-V

Session n°2

Inferconnexions :
reporf ef

packaging

Session n°2
Inferconnexions :
reporf ef
packaging

Inscriptions - émargement

9:30 -

10:00 -

Déjeuner
14:00 - 15:30

9:30

10:00

Ouverture et présentation de I’atelier

12:00

Tutorial 1
Diagnostic
élecftrique

Tutorial 2
Techniques
d’'analyse

de défaillance

des VLSI

Tutorial 2
Techniques
d'analyse de
défaillance
des VLS|

Mercredi 02 juin

8:30 - 10:00

Session N°3 Micro-atelier n°1

Analyse Inferconnexions,
de défaillance report ef
des VL3I paclkaging
10:30 - 12:00

Session n°3 Micro-atelier n°1

Analyse de Interconnexions,

défaillance report ef
des VLS packaging

Session n°4
Technologies ef
meécanismes de
défaillance des
composanfs de
puissance

Session n°4
Technologies ef
mecanismes de
défaillance des
composants de

puissance

Déjeuner
14:00 - 15:30

Micro-atelier n°2
Analyse et
caractérisation

physique
des VLSI

Micro-atelier n°2

Analyse et
caractérisation
physique
des VLSI

Jeudi 03 juin

8:30 - 10:00

Tutorial 3
ESD

Micro-atelier n°3

Localisation ef
caractérisation
éledrique de défauts
dans les VLS

10:30 - 12:00

Session n°S
Défiabilisation
des composants
en ufilisation

Session n°S
Défiabilisation
des composants
en ufilisation

Session n°6
Nouveaux objets
Nouveaux défis

Déjeuner
14:00 - 15:30

Micro-atelier n°3

Localisation et

caractérisation

électrique de

défauts dans
les VLS|

Micro-atelier n°3

Localisation et
caractérisation
électrique de
défauts dans les
VLSI

Vendredi 04 juin

9:00 - 10:00

Tutorial 4
Vers le 32nm,
nouvelles briques
fechnologiques, nou-
veaux Mécanismes
de défailance

10:30

Tutorial 4
Vers le 32nm,
nouvelles briques
fechnologiques, nou-
Veaux Mécanismes
de défaillance

Micro-atelier n°4
Préparation
d'échantillons

-12:00

Micro-atelier n°4
Préparation
d'échantillons

12:00 - 13:00 : BILAN

Déjeuner

14:30 :
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